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近年、高密度半導体パッケージの開発において、耐熱性、強靭性、放熱性等あらゆる高機能を持たせる

ために、半導体封止剤樹脂であるアンダーフィル（以下UF）にもあらゆる要求が集中している。だがUF

物性の非線形性が強い事や、実使用時の現象の複雑さから最適設計は非常に困難である。 

UFは、常温で液状の熱硬化性樹脂であり、フリップチップパッケージ（以下FCPKG）に注入する。その

際、毛細管現象を利用し、空気の泡（以下ボイド）が発生しないように注入しなくてはならない。次に高

温化で樹脂を硬化させる過程では、硬化時の収縮応力を減らし、硬化中に剥離等の不良を起こしてはなら

ない。さらに、常温まで冷やす際には冷却収縮応力による不良を起こさず、基板とチップの収縮差により

起きるソリも抑制しなくてはならない。その後、Reflow、吸湿試験、信頼性試験（サーマルサイクル試験）

にて規定回数以下での剥離や、凝集破壊を起こしてはならない。FCPKGにおいて、UFはUF自身だけでな

く、電子回路を形成するバンプやチップのLowK層のような、壊れ易いあらゆる部材を保護する重要な役目

を担っている。 

本研究では、このような複雑なUFの設計を、シミュレーションと実験を駆使し、検討した経過を報告す

る。 

 


